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芯片-封装联合仿真解决方案
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法动EDA系列解决方案   

Faraday Dynamics

介绍

仿真结果

设计流程

带通滤波器采用主流QFN封装，工作

频率为3.3GHz-4.2GHz，中心频率为

3.8GHz。QFN封装具有良好的电和热

性能、体积小、重量轻的特点，芯片

与封装部分采用Bonding Wire相连。

芯片设计与封装设计传统上是由各自工程团队独立完成，这样做

的缺陷是增加了迭代时间和沟通成本。法动科技独创芯片-封装联

合仿真流程，三维建模简单易用，并配有专门针对联合仿真的优

化求解器，不仅可大幅减少迭代次数，提高设计成功率，而且能

使芯片工程师在设计流程中随时评估封装性能。本案例展示5G带

通滤波器芯片-封装联合仿真流程，该滤波器工作频率为3.3GHz-

4.2GHz，中心频率为3.8GHz。

S

分别仿真了芯片不带封装和带封装两种应用场景，来分析封装对芯片滤波特性的影响。添加封装后滤波器中心

频率及通带并没明显变化，通带最大衰减由原来的-2dB变为了-4dB。得出结论: 封装效应是芯片设计不得不考

虑的重要因素。我们需要通过封装联合仿真的结果调整芯片版图以达到目标结果。

芯片与芯片-封装回波损耗与插入损耗的结果对比

0 1 2 3 4 5 6 7
-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

S
-P

a
ra

m
e
te

rs
(d

B
)

Frequency(GHz)

IC_S(1,1)

 IC_Package_S(1,1)

0 1 2 3 4 5 6 7
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

S
-P

a
ra

m
e
te

rs
(d

B
)

Frequency(GHz)

IC_S(2,1)

IC_Package_S(2,1)


	页 1

